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FIGURA 1

(57) Abstract : The present invention relates to raised flooring formed by at least one modular structure not provided with
supporting and load-bearing structures, and comprising at least one modular structure (1), at least one shim (4) and at least one
skirting (5); the modular structure (1) comprises a base (2) filled with a composite material (3) that can be moulded and subsequently
hardened; the shim (4) is arranged at the periphery between the raised flooring and the ground (S); the skirting (5) is arranged at the
periphery between the raised flooring and at least one wall (P).
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com relatorio de pesquisa internacional (Art. 21(3))

A presente invengdo refere-se a um piso elevado composto por pelo menos uma estrutura modular, sendo este piso elevado
destituido de armagdes de suporte e sustentagdo, sendo compreendido por pelo menos uma estrutura modular (1), por pelo menos
um calgo (4) e por pelo menos um anteparo (5); a estrutura modular (1) sendo compreendida por uma base (2) preenchida por
material compésito (3) passivel de modelagem e posterior enrijecimento; o calgo (4) sendo perimetralmente disposto entre o piso
elevado e o solo (S); o anteparo (5) sendo perimetralmente disposto entre o piso elevado e pelo menos uma parede (P).
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Relatorio Descritivo da Patente de Invengéo para “PISO ELEVADO MODULAR”.

Campo da Invencao

A presente invencédo refere-se a um piso elevado composto por pelo menos uma
estrutura modular, sendo este piso elevado destituido de armagdes de suporte e sustenta-
céo.

Fundamentos da Invencao

Como é de conhecimento dos especialistas versados no assunto, pisos modulares,
os quais tém por objetivo prover uma area entre o piso original e a superficie exterior (do
préprio piso elevado), sdo fundamentalmente compostos por multiplas estruturas de apoi-
o/sustentacdo e por uma pluralidade de placas removiveis, sendo que as estruturas de
apoio/sustentacao ficam dispostas entre o piso original e a face interior das placas removi-
veis. Portanto, a altura da area entre o piso original e a superficie exterior € fundamental-
mente definida pelas estruturas de apoio/sustentagao.

Normalmente, esta area criada entre o piso original e a superficie exterior do piso
elevado é utilizada para o armazenamento de cabos elétricos e tubulagdes hidraulicas, seja
em escritérios, residenciais ou industrias.

Em linhas gerais, as estruturas de apoio/sustentagdo compreendem armagdes me-
talicas. Ja as placas removiveis podem ser confeccionadas em diferentes materiais, além
de serem conformadas em diferentes formas, tamanhas e acabamentos.

Um exemplo de piso elevado é descrito no pedido de patente MU 8800342-6, de
16/08/2008. Neste exemplo o piso elevado é composto por multiplos painéis plasticos (de
face superior plana e face inferior nervurada) e por multiplos pedestais de apoio. Cada Pai-
nel plastico € apoiado em quatro pedestais de apoio, e cada pedestal de apoio pode supor-
tar simultaneamente quatro painéis plasticos. Sendo assim, observa-se que os painéis plas-
ticos devem ser confeccionados com elevada rigidez estrutural, de modo a suportarem ele-
vadas pressoes centrais.

Esta construtividade, embora relativamente simples, é problematica no que diz
respeito ao transporte e estocagem dos painéis plasticos e/ou quantidade de pedestais de
apoio necessarios. Se por um lado a confecgéo de painéis plasticos de grandes dimensdes
diminui a quantidade de pedestais de apoio a serem utilizados, observa-se que estes pai-
néis plasticos de grandes dimensdes apresentaram inconvenientes de transporte e estoca-
gem. Se por outro lado a confecgdo de painéis plasticos de pequenas dimensdes otimiza
seu transporte e estocagem, observa-se que a demanda de pedestais de apoio é elevada.

Outro exemplo de piso elevado é descrito no pedido de patente Pl 9402202-0, de
23/06/1994. Neste exemplo o piso elevado é composto por placas rigidas recobertas por
argamassa e por estruturas de suporte dispostas sob as placas rigidas, sendo utilizadas

multiplas estruturas de suporte por placa rigida.



10

15

20

25

30

35

WO 2012/103614 PCT/BR2012/000022
2

Esta construtividade resulta em um piso elevado rigido e seguro, entretanto, provi-
do de outros aspectos negativos. Um aspecto negativo diz respeito ao fato das porgbes de
argamassa serem moldadas apenas in loco. Outro aspecto negativo refere-se a impossibi-
lidade de reaproveitamento do piso, haja vista que o mesmo tem sua porgao externa obtida
em argamassa ou similar.

Evidentemente, as descrigdes acima tratam-se apenas de exemplos, entretanto, a
maioria dos pisos elevados pertencentes ao atual estado da técnica é inspirado, de uma
forma ou de outro, em pelo menos uma das construtividades supra exemplificadas. Portan-
to, é coreto notar que a maioria dos pisos elevados atualmente existentes ndo prevé a in-
corporagao de estruturas dedicas ao amortecimento das placas, sendo que os pedestais de
apoio e estruturas de suporte atualmente existentes acabam exercendo, mesmo que preca-
riamente, esta fungao.

Neste aspecto, é interessante citar o documento US 5,934,036, de 01/11/1996.
Neste documento é descrita uma montagem de sobre-piso onde placas de concreto séo
dispostas sobre uma placa de material expansivel, resultando (entre outros aspectos) no
amortecimento das placas de concreto. Entretanto, vale enfatizar que este tipo de monta-
gem nao possui a “finalidade” de um piso elevado, afinal, ndo existe nenhuma area entre o
piso original e as placas de concreto, portanto, ndo existe area para o armazenamento de
cabos elétricos e tubulagdes hidraulicas.

Deste modo, o cenario atual € bem definido. Ou seja, sdo conhecidos pisos eleva-
dos convencionais, estes com aspectos negativos e isentos de amortecimento dedicado.
Sao também conhecidas montagens de sobre-pisos com amortecimento dedicado, as quais
nao possibilitam o armazenamento de cabos elétricos e tubulagdes hidraulicas.

Com base em todo o contexto acima explanado, resta evidente observar a neces-
sidade de desenvolvimento de uma solugdo capaz de mitigar os aspectos negativos dos
atuais pisos elevados, além de possibilitar amortecimento dedicado aos mesmos.

Objetivos da Invencado

Desta forma, é um dos objetivos da presente inveng¢édo apresentar um piso elevado
isento de pedestais de apoio e/ou estruturas de suporte. Com isto, é possivel baixar os
custos de instalagdo do piso elevado ora tratado em relagédo aos custos de instalagéo dos
pisos elevados pertencentes ao atual estado da técnica.

E outro objetivo da presente invengdo apresentar um piso elevado contendo con-
creto ou similar capaz de ser confeccionado fora do local de instalagdo, como por exemplo,
uma planta fabril. Com isto, a mao-de-obra especializada pode ser concentrada em um
anico local (planta fabril), ndo havendo a necessidade de nova méo-de-obra especializada
somente para a instalagao do piso elevado.

E outro objetivo da presente invengdo apresentar um piso elevado capaz de man-
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ter os cabos elétricos e tubulagdes hidraulicas (flexiveis) organizados, de acordo com uma
organizagao prévia. Com isto, é possivel executar manuteng¢des nas redes elétricas e hi-
draulicas sem a necessidade de remogao das estruturas modulares que compdem o piso
elevado.

E ainda outro objetivo da presente invengdo apresentar um piso elevado provido
de amortecimento dedicado e protegédo contra anomalias causadas por dilatagdo das estru-
turas modulares que compdem o piso elevado.

Sumario da Invencéo

Estes e outros objetivos da invengao ora revelada sao totalmente alcangados por
meio do piso elevado objeto da presente invengao.

O piso elevado, o qual é disposto sobre o solo conforma, entre o citado solo e sua
face interior, multiplos vaos virtualmente definidos e alinhados entre si em pelo menos um
angulo de alinhamento. Preferencialmente, os multiplos espagos sédo alinhados entre si de
modo latitudinal, de modo longitudinal e de modo diagonal.

O piso elevado compreende pelo menos uma estrutura modular, por pelo menos
um calgo e por pelo menos um anteparo.

Preferencialmente, o piso elevado € conformado por uma pluralidade de estruturas
modulares dispostas adjacentemente entre si.

A estrutura modular é compreendida por uma base preenchida por material com-
posito passivel de modelagem e posterior enrijecimento. A base possui pelo menos uma
borda superior da qual se projeta uma cuba, e é confeccionada em liga polimérica. A cuba
da base possui forma prismatica tronco-piramidal, tendo seu ponto distal centralizadamente
disposto; o ponto distal da cuba trata-se de uma superficie plana. O material compésito
compreende concreto e encontra-se disposto no interior das cubas. A base prevé pelo me-
nos um sulco longitudinal existente em sua borda superior.

Opcionalmente, a cuba possui forma prismatica tronco-conica.

O calgo é perimetralmente disposto entre o piso elevado e o solo. O calgo € con-
feccionado em poliestireno expandido.

O anteparo é perimetralmente disposto entre o piso elevado e pelo menos uma pa-
rede. O anteparo é confeccionado em poliestireno expandido.

Preferencialmente, a base prevé quatro cubas eqlidistantemente dispostas, totali-
zando quatro pontos distais.

Descricao Resumida dos Desenhos

As figuras abaixo listadas ilustram:
Figura 1 — ilustra a construgédo preferencial da base da estrutura modular de piso
elevado, vista superiormente;

Figura 2 — ilustra a construgdo preferencial da base da estrutura modular de piso
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elevado, vista lateralmente; e
Figura 3 — ilustra um corte esquematico de um trecho do piso modular.

Descricdo Detalhada da Invencao

O piso elevado ora descrito, o qual pode ser utilizado em edificagdes em geral, ao
invés de conformar uma Unica area livre entre o piso original e sua face interior, conforma
multiplos espagos virtualmente definidos e delimitados, sendo estes multiplos espacgos ali-
nhados entre si em pelo menos um angulo de alinhamento. Preferencialmente, os mdltiplos
espagos séo alinhados entre si de modo latitudinal, de modo longitudinal e de modo diago-
nal.

Para tanto o piso elevado ora descrito € compreendido por pelo menos uma estru-
tura modular 1. Preferencialmente, o piso elevado é conformado por uma pluralidade de
estruturas modulares 1 dispostas adjacentemente entre si.

Cada estrutura modular 1 é basicamente compreendida por uma base 2 preenchi-
da por material composito 3 passivel de modelagem e posterior enrijecimento.

A base 2, a qual é preferencialmente confeccionada em liga polimérica, possui pe-
lo menos uma borda superior 2.1 da qual se projeta uma cuba 2.2.

Preferencialmente, a cuba 2.2 possui forma prismatica tronco-piramidal, tendo seu
ponto distal 2.3 — em relagdo a borda superior 2.1 — centralizadamente disposto. Ainda pre-
ferencialmente, o ponto distal 2.3 da cuba 2.2 trata-se de uma superficie plana e chapada.
Opcionalmente, a cuba 2.2 pode possuir forma prismatica tronco-cénica.

Em sua configuragao preferencial, a base 2 prevé quatro cubas 2.2 equidistante-
mente dispostas. Sendo assim, nesta configuragdo, a base 2 prevé entdo quatro pontos
distais 2.3.

Nota-se ainda que a configuragédo preferencial da base 2 prevé pelo menos um
sulco longitudinal 2.4 existente na borda superior 2.1.

O material compésito 3 compreende, preferencialmente, concreto ou outras ligas a
base de cimentos e aglutinantes similares, e encontra-se disposto no interior das cubas
2.2

O piso elevado, este constituido por pelo menos uma estrutura modular 1, diferen-
cia-se dos demais pelo fato de ser diretamente apoiado no solo S.

Para tanto, o ponto distal 2.3 de cada cuba 2.2 ¢ justaposto ao solo S.

O piso elevado ora tratado é também integrado por pelo menos um calgo 4 e um
anteparo 5.

O calgo 4, o qual é preferencialmente confeccionado em poliestireno expandido, é
perimetralmente disposto entre o piso elevado e o solo S. De forma mais especifica, o cal-
¢o 4 é perimetralmente disposto entre a face inferior da borda superior externa 2.1 das ba-

ses 2 das estruturas modulares 1 externamente disposta, e o solo S. Desta forma, o calgo
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4 tem também contato com pelo menos um trecho de uma parede P perpendicular ao solo
S e ao piso elevado ora revelado.

O calgo 4, em linhas gerais, tem a fungdo de amortecedor, e atua nas areas onde
n&o ocorre a disposigdo adjacente entre duas estruturas modulares 1. Desta forma, o calgo
4 nao tem nenhum principio funcional relacionado a suporte ou apoio, uma vez que estas
fungdes sao integralmente desempenhadas pelo ponto distal 2.3 de cada base 2.

O anteparo 5, o qual é preferencialmente confeccionado em poliestireno expandi-
do, é perimetralmente disposto entre o piso elevado e pelo menos uma parede P perpendi-
cularmente disposta em relagdo ao solo S e ao piso elevado ora revelado. Desta forma, o
anteparo 5 tem também contato com pelo menos um trecho do calgo 4.

O anteparo 5, grosso modo, atua como elemento de vedagao entre as paredes P e
o piso elevado ora revelado.

Evidentemente, tanto o calgo 4 quanto o anteparo 5 podem ser opcionalmente
confeccionados em substancia equivalente.

Tendo sido descrito um exemplo de concretizagdo preferido, deve ser entendido
que o escopo da presente invengao abrange outras possiveis variagdes, sendo limitado tao

somente pelo teor das reivindicagdes, ai incluidos os possiveis equivalentes.
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REIVINDICACOES
1. Piso elevado modular disposto sobre o solo (S), CARACTERIZADO pelo fato de

conformar, entre o solo (S) e sua face interior, multiplos vaos virtualmente definidos e ali-
nhados entre si em pelo menos um angulo de alinhamento;

o piso elevado compreende pelo menos uma estrutura modular (1), pelo menos
um calgo (4) e pelo menos um anteparo (5);

a estrutura modular (1) sendo compreendida por uma base (2) preenchida por ma-
terial compésito (3) passivel de modelagem e posterior enrijecimento;

o calgo (4) sendo perimetralmente disposto entre o piso elevado e o solo (S); e

o anteparo (5) sendo perimetralmente disposto entre o piso elevado e pelo menos
uma parede (P).

2. Piso elevado modular, de acordo com a reivindicagdo 1, CARACTERIZADO pelo
fato de ser conformado por uma pluralidade de estruturas modulares (1) dispostas adjacen-
temente entre si.

3. Piso elevado modular, de acordo com a reivindicagdo 1, CARACTERIZADO pelo
fato de que o calgo (4) € confeccionado em poliestireno expandido.

4. Piso elevado modular, de acordo com a reivindicagdo 1, CARACTERIZADO pelo
fato de que o anteparo (5) € confeccionado em poliestireno expandido.

5. Piso elevado modular, de acordo com a reivindicagdo 1, CARACTERIZADO pelo
fato de que a base (2) possui pelo menos uma borda superior (2.1) da qual se projeta uma
cuba (2.2).

6. Piso elevado modular, de acordo com a reivindicagdao 1, CARACTERIZADO pelo
fato de que a base (2) é confeccionada em liga polimérica.

7. Piso elevado modular, de acordo com as reivindicagbes 1, 5 e 6,
CARACTERIZADO pelo fato de que a cuba (2.2) da base (2) possui forma prismatica tron-
co-piramidal, tendo seu ponto distal (2.3) centralizadamente disposto; o ponto distal (2.3)
da cuba (2.2) trata-se de uma superficie plana.

8. Piso elevado modular, de acordo com as reivindicagbes 1, 5 e 6,
CARACTERIZADO pelo fato de que a cuba (2.2) possui forma prismatica tronco-cénica.

9. Piso elevado modular, de acordo com as reivindicagbes de 1, 5 e 6,
CARACTERIZADO pelo fato de que a base (2) prevé pelo menos um sulco longitudinal
(2.4) existente em sua borda superior (2.1).

10. Piso elevado modular, de acordo com as reivindicagbes de 5 a 9,
CARACTERIZADO pelo fato de que a base (2) prevé quatro cubas (2.2) equidistantemente
dispostas, totalizando quatro pontos distais (2.3).

11. Piso elevado modular, de acordo com a reivindicagdo 1 e 5, CARACTERIZADO
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pelo fato de que o material compésito (3) compreende concreto e encontra-se disposto no

interior das cubas (2.2).
12. Piso elevado modular, de acordo com a reivindicagdo 1, CARACTERIZADO

pelo fato de que os multiplos espagos conformados entre o solo (S) e face interior do piso
elevado sdo alinhados entre si de modo latitudinal, de modo longitudinal e de modo diago-

nal.
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